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• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2011-01-01
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2013-04-01

Příloha ZA byla doplněna CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61760-3:2010 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tato část IEC 61760 uvádí sadu odkazů na požadavky, podmínky procesu a na příslušné zkušební
podmínky, které se mají použít při sestavování specifikací elektronických součástek, které jsou určeny
pro montáž do průchozích otvorů technologií pájení přetavením (THR).

Účelem této normy je zajistit, aby součástky s vývody určené pro montáž THR a povrchovou montáž
součástek procházely stejným způsobem osazování a montáže. Tato norma definuje zkoušky
a požadavky, které jsou nezbytné pro kmenovou, dílčí a předmětovou specifikaci libovolné součástky,
určené pro pájení přetavením do průchozích otvorů. Tato norma dále poskytuje uživatelům
a výrobcům sadu odkazů na typické podmínky zpracování pro technologii pájení přetavením do
průchozích otvorů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN. 


